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(54)发明名称

一种电子芯片包装设备及方法

(57)摘要

本发明涉及电子芯片生产技术领域。一种电

子芯片包装设备，包括机架以及安装在机架上的

分料装置、旋转搬运装置、引脚压整装置、过渡搬

运装置、引脚裁切装置、直线搬运装置和装盘装

置；旋转搬运装置衔接分料装置和引脚压整装

置，所述的分料装置进料端设置有芯片进料装

置；引脚裁切装置和引脚压整装置相对设置，过

渡搬运装置衔接引脚压整装置和引脚裁切装置；

所述的装盘装置设置在引脚裁切装置的侧方，直

线搬运装置位于装盘装置的上方，直线搬运装置

衔接引脚裁切装置和装盘装置。本发明具有引脚

压整高效高质量，裁切稳定可靠，料盘取放可靠，

料盘堆叠自动化的优点。
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1.一种电子芯片包装设备，其特征在于，该设备包括机架（1）以及安装在机架（1）上的

分料装置（2）、旋转搬运装置（3）、引脚压整装置（4）、过渡搬运装置（5）、引脚裁切装置（6）、

直线搬运装置（7）和装盘装置（8）；旋转搬运装置（3）衔接分料装置（2）和引脚压整装置（4），

所述的分料装置（2）进料端设置有芯片进料装置；引脚裁切装置（6）和引脚压整装置（4）相

对设置，过渡搬运装置（5）衔接引脚压整装置（4）和引脚裁切装置（6）；所述的装盘装置（8）

设置在引脚裁切装置（6）的侧方，直线搬运装置（7）位于装盘装置（8）的上方，直线搬运装置

（7）衔接引脚裁切装置（6）和装盘装置（8）；

所述的分料装置（2）用于分选出单个电子芯片，用于搬运；所述的引脚压整装置（4）用

于对电子芯片进行引脚压平整形，所述的引脚裁切装置（6）用于对电子芯片进行引脚裁切，

所述的装盘装置（8）用于对裁切完成的电子芯片进行装盘；所述的旋转搬运装置（3）、过渡

搬运装置（5）和直线搬运装置（7）均用于搬运电子芯片；

所述的引脚压整装置（4）包括安装座（41）、压整气缸（42）、升降块（43）、定位柱（44）、限

位块（45）、压整块（46）、中转板（47）、定位组件（48）、开关组件（49）、转动气缸（410）和固定

基座（411）；所述的安装座（41）固定设置在机架上，安装座（41）上设置有导柱（401），升降块

（43）移动配合在导柱（401）中，压整气缸（42）设置在安装座（41）顶部，压整气缸（42）的伸缩

端与升降块（43）相连接；所述的定位柱（44）设置在升降块（43）的底端，所述的压整块（46）

固定设置在升降块（43）的底部，所述的限位块（45）通过弹簧连接在升降块（43）的底部，限

位块（45）设置有两个，限位块（45）位于压整块（46）的两侧；所述的压整块（46）中设置有压

紧柱（461），所述的压紧柱（461）通过弹簧与压整块（46）相连接，压紧柱（461）的端部凸出在

压整块（46）底端；所述的压整块（46）底端两侧设置有矩形波形齿，该齿与电子芯片的引脚

相对应；所述的定位组件（48）设置有两组，定位组件（48）安装在中转板（47）上，中转板（47）

中心安装在转动气缸（410）的中转轴上，所述的转动气缸（410）固定设置在固定基座（411）

上，所述的固定基座（411）设置在安装座（41）中部；所述的固定基座（411）两侧端设置有限

位挡柱（413），所述的中转板（47）侧方设置有限位条（471），限位条（471）与限位挡柱（413）

相对应；所述的开关组件（49）设置在安装座（41）上，开关组件（49）位于定位组件（48）的侧

方。

2.根据权利要求1所述的一种电子芯片包装设备，其特征在于，所述的分料装置（2）包

括立板（21）、进料座（22）、分离气缸（23）、分离块（24）、压紧块（25）和压紧气缸（26）；立板

（21）固定设置在机架上，分离气缸（23）安装在立板（21）上，分离块（24）移动连接在立板

（21）上，分离块（24）与分离气缸（23）的伸缩端相连接，分离块（24）上设置有和电子芯片形

状相匹配的凹槽；所述的进料座（22）安装在立板（21）的一侧方，进料座（22）中设置有供电

子芯片经过的通道；压紧气缸（26）安装在立板（21）的另一侧方，压紧块（25）固定设置在压

紧气缸（26）的伸缩端，所述的压紧块（25）与分离块（24）相对应。

3.根据权利要求1所述的一种电子芯片包装设备，其特征在于，所述的定位组件（48）包

括定位座（481）、第一夹紧片（482）和第二夹紧片（483）；所述的定位座（481）上端设置有接

纳电子芯片的槽形，定位座（481）上设置有两个凸起（4811）；第一夹紧片（482）和第二夹紧

片（483）的中部设置有销轴，第一夹紧片（482）和第二夹紧片（483）铰接在定位座（481）的相

邻侧方，第一夹紧片（482）和第二夹紧片（483）的下端与定位座（481）之间设置有弹簧，将第

一夹紧片（482）和第二夹紧片（483）顶部向内侧夹紧；所述的第一夹紧片（482）外侧面设置
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有斜面（4821），所述的第二夹紧片（483）外侧面为平面；所述的开关组件（49）包括驱动气缸

（491）、第一驱动条（492）和第二驱动条（493）；驱动气缸（491）固定设置在安装座（41）上，第

一驱动条（492）和第二驱动条（493）均安装在驱动气缸（491）的伸缩端；所述的第一驱动条

（492）端部设置有斜面，所述的第二驱动条（493）端部为平面；所述的第一驱动条（492）位与

第一夹紧片（482）相对应，所述的第二驱动条（493）与第二夹紧片（483）相对应。

4.根据权利要求1所述的一种电子芯片包装设备，其特征在于，所述的引脚裁切装置

（6）包括安装台（61）、收集盒（62）、冲切气缸（63）、升降座（64）、上刀座（65）、引脚压紧块

（66）、芯片压紧块（67）、固定置料座（68）、转台（69）、固定落料板（610）和转缸（611）；所述的

安装台（61）设置有底台面（601）、中台面（602）和顶台面（603），所述的收集盒（62）设置在底

台面（601）上；所述的中台面（602）和顶台面（603）之间设置有连接柱（604），所述的升降座

（64）上对应设置有圆孔，升降座（64）配合在连接柱（604）上；所述的冲切气缸（63）竖直安装

在顶台面（603）上，冲切气缸（63）的伸缩端与升降座（64）相连接；所述的升降座（64）下端设

置有定位销（641）；上刀座（65）固定设置在升降座（64）底端，引脚压紧块（66）设置在上刀座

（65）的内部，引脚压紧块（66）上端通过弹簧与升降座（64）相连接；所述的芯片压紧块（67）

侧端设置有长槽，芯片压紧块（67）设置在引脚压紧块（66）的内部，芯片压紧块（67）的长槽

中设置有销轴与引脚压紧块（66）形成槽副配合；所述的芯片压紧块（67）与引脚压紧块（66）

之间设置有弹簧；所述的固定置料座（68）固定设置在转台（69）的两侧，固定置料座（68）上

端设置有放置电子芯片的槽形；所述的固定落料板（610）固定设置在安装台（61）上，转缸

（611）固定设置在固定落料板（610）底部，转缸（611）的转动轴与所述的转台（69）中心相连

接；所述的置料座（68）设置在转台（69）的侧方端部，固定落料板（610）上还设置有挡块

（6101），固定落料板（610）两侧还设置有弧形槽（6102）；所述的引脚压紧块（66）贴合在上刀

座（65）的内壁中，所述的固定置料座（68）与上刀座（65）相匹配，固定置料座（68）与上刀座

（65）形成相错开的切面，将引脚切断。

5.根据权利要求1所述的一种电子芯片包装设备，其特征在于，所述的装盘装置（8）包

括底座（81）、限位立柱（82）、传动组件（83）、夹具组件（84）、取盘组件（85）、叠盘组件（86）、

第一锁扣组件（87）和第二锁扣组件（88）；底座（81）固定设置在机架上，底座（81）上端设置

有限位立柱（82），四根限位立柱（82）形成一个放置料盘的框，底座（81）上对应有取空料盘

工位（801）、摆盘工位（802）和叠满料盘工位（803），所述的取空料盘工位（801）和叠满料盘

工位（803）上各对应有四根限位立柱（82）；所述的取盘组件（85）安装在底座（81）上，对应取

空料盘工位（801），所述的叠盘组件（86）对应叠满料盘工位（803）；所述的传动组件（83）安

装在底座（81）上，夹具组件（84）安装在传动组件（83）的输出端上；所述的第一锁扣组件

（87）和第二锁扣组件（88）安装在底座（81）上，第一锁扣组件（87）对应取空料盘工位（801），

第二锁扣组件（88）对应叠满料盘工位（803）。

6.根据权利要求5所述的一种电子芯片包装设备，其特征在于，所述的传动组件（83）包

括支座（831）、驱动电机（832）、同步带部件（833）和线轨（834）；驱动电机（832）安装在支座

（831）上，线轨（834）安装在支座（831）的顶部，同步带部件（833）连接在支座（831）上，同步

带部件（833）设置有相衔接的两组，一组与线轨（834）相齐平，另一组与驱动电机（832）输出

轴相连接；所述的取盘组件（85）包括取盘气缸（851）、取盘推杆（852）和气缸安装架（853）；

取盘气缸（851）推杆气缸安装架（853）固定设置在底座（81）上，取盘推杆（852）设置有四根，
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取盘推杆（852）安装在取盘气缸（851）的伸缩端，取盘推杆（852）通过滑轨移动连接在气缸

安装架（853）上。

7.根据权利要求5所述的一种电子芯片包装设备，其特征在于，所述的夹具组件（84）包

括连接板（841）、皮带夹块（842）、滑槽块（843）、夹紧气缸（844）、驱动块（845）、翻转块（846）

和第二升降块（847）；连接板（841）连接在线轨（834）上，皮带夹块（842）安装在连接板（841）

的侧方，皮带夹块（842）与同步带部件（833）的同步带相紧定；滑槽块（843）中设置有水平和

竖直的滑槽，滑槽块（843）固定设置在连接板（841）上；所述的驱动块（845）配合在滑槽块

（843）中，夹紧气缸（844）安装在连接板（841）的侧方，夹紧气缸（844）的伸缩端与滑槽块

（843）相连接；所述的翻转块（846）中部铰接在连接板（841）上，翻转块（846）的另一端侧方

设置有凸出的销轴；所述的第二升降块（847）移动配合在滑槽块（843）上竖直的滑槽中，第

二升降块（847）的侧方也设置有凸出的销轴；所述的驱动块（845）上设置有两条滑槽，翻转

块（846）和第二升降块（847）上的销轴配合在该滑槽中。

8.根据权利要求6所述的一种电子芯片包装设备，其特征在于，所述的第一锁扣组件

（87）包括底板（871）、锁扣（872）和盖板（873）；所述的盖板（873）设置在底板（871）上，两者

形成一个通道，锁扣（872）配合在该通道中，锁扣（872）的端部设置有楔形尖块（874），锁扣

（872）侧面还设置有凸柱（875）；锁扣（872）与底板（871）之间还设置有弹簧，将锁扣（872）向

外压；所述的取盘推杆（852）上设置有凸缘（8521）；取盘推杆（852）上还设置有第一滑槽和

第二滑槽（854），第二滑槽（854）的深度大于第一滑槽深度，第二滑槽（854）竖直向下，第一

滑槽倾斜汇入第二滑槽（854）；所述的第二锁扣组件（88）包括连接件（881）、防翻板（882）和

楔形锁夹（883）；连接件（881）固定设置在底座（81）上，楔形锁夹（883）成折形，楔形锁夹

（883）的一端为楔形，斜面朝下，楔形锁夹（883）的另一端铰接在连接件（881）上，防翻板

（882）设置在连接件（881）上，防翻板（882）位于楔形锁夹（883）的上方；所述的楔形锁夹

（883）上翻时，楔形锁夹（883）端部位于连接件（881）内侧，楔形锁夹（883）靠在连接件（881）

上时，楔形锁夹（883）端部凸出于连接件（881）边缘。

9.一种电子芯片包装方法，其特征在于，依次通过以下步骤进行加工：

芯片上料：电子芯片从进料座（22）中进入，到达分离块（24）中，而后分离气缸（23）将分

离块（24）推出，而后压紧气缸（26）将压紧块（25）推出，压住分离出的电子芯片，实现定位，

而后等待旋转搬运装置（3）进行搬运；

引脚压整：驱动气缸（491）带动第一驱动条（492）和第二驱动条（493）伸出，将第一夹紧

片（482）和第二夹紧片（483）顶动，而后将电子芯片放置在定位座（481）中，驱动气缸（491）

移出，由第一夹紧片（482）和第二夹紧片（483）对电子芯片进行夹紧；而后转动气缸（410）转

动一百八十度，将夹紧的工件送入到压整气缸（42）的正下方，而后压整气缸（42）伸长，将定

位柱（44）插入中转板（47），而后两个限位块（45）对电子芯片进行限位，压紧柱（461）先从上

端进行压紧，最后压整块（46）下降，将电子芯片的引脚实现下压和梳分；

引脚裁切：过渡搬运装置（5）将引脚压整装置（4）搬运到引脚裁切装置（6）中，电子芯片

放置到固定置料座（68）上，而后转缸（611）带动转台（69）转动一百八十度，将接到的芯片送

入裁切处，由冲切气缸（63）带动升降座（64）下降，首先由芯片压紧块（67）与电子芯片相接

触，进行压紧，而后引脚压紧块（66）下降，对芯片两侧的引脚进行压住，最后上刀座（65）下

降，对多余的引脚进行裁切，废料落入收集盒（62）中；
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芯片装盘：取盘气缸（851）带动取盘推杆（852）上升，锁扣（872）上的凸柱（875）进入第

一滑槽，将锁扣（872）往里侧推，取盘推杆（852）将料盘接住，往下取出料盘，取出一个料盘

后锁扣（872）继续弹出继续止住下一料盘；取出料盘后，夹紧气缸（844）带动驱动块（845）移

出，将第二升降块（847）抬起，将翻转块（846）翻转，夹住料盘，而后传动组件（83）将料盘移

动到摆盘工位（802），直线搬运装置（7）将电子芯片搬运到料盘中，装满后传动组件（83）将

料盘移动到叠满料盘工位（803），由叠盘组件（86）将料盘抬起，楔形锁夹（883）的单向可通

过性使料盘向上实现堆叠。
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一种电子芯片包装设备及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电子芯片生产技术领域，具体涉及一种电子芯片包装设备及工作方

法。

背景技术

[0002] 芯片在完成封装之后通常还需要对引脚进行处理，裁切多余的引脚，并最后将芯

片放置在料盘中实现收集，摆盘是指将芯片摆放于模盘上，所述的模盘上开设有呈矩形阵

列的凹槽，凹槽用于容纳芯片，摆盘时在每个凹槽内分别投入芯片，当模盘上的每个凹槽中

均填装有芯片后，将模盘堆叠，以方便将芯片运输到后续的加工工序中。

[0003] 中国国家知识产权局公开了公开号为CN110480702A，专利名称为一种排母接线端

子生产设备和排母接线端子的裁切方法的专利，其包括机架以及安装在机架上的整形装置

和裁切装置，所述的整形装置和裁切装置相衔接并列布置，分别用于对接线端子进行压平

整形和裁切；所述的裁切装置包括第二立座、上裁切气缸、上切刀安装座、按压块、上切刀、

下切刀、下切刀安装座、移动凸轮、下裁切气缸、下导座和落料筒；所述的整形装置包括第一

立座、整形气缸、压头安装块、侧压头、中间压头、过料槽块和压紧部件。该专利适用于对组

装的排母进行压整和裁切，自动化加工，生产效率高，但是生产后的产品未进行包装收集。

[0004] 中国国家知识产权局公开了公开号为CN208054377U，专利名称为一种芯片摆盘装

置的专利，它包括导轨和机架，所述机架之间经转轴旋转安装有斜板，所述斜板的前侧开设

有多个沿斜板斜面设置的滑槽，导轨前后设置且位于机架之间，导轨位于斜板的下方，斜板

上设置有手柄，导轨上安装有滑块，滑块的顶部设置有滑板，滑板的顶部设置有L形限位板，

L形限位板内放置有模板，所述模板上的凹槽与滑槽相对应。该专利通过搬运的方式将工件

有序放置在料盘中，一个料盘装满后需要手动更换，影响了生产速度。

[0005] 现有电子芯片包装技术存在以下不足：1.电子芯片引脚压整精度不高，压整效率

低，工件易飞溅，生产得到的产品质量不高；2.芯片引脚的整齐度低，裁切质量差，断面不平

整；3.电子芯片料盘的料盘移运困难，取料盘出现重张、放料盘成功率低。

发明内容

[0006] 本发明的目的是：针对现有电子芯片包装技术中存在的压整工序效率低，压整质

量低，裁切工序整齐度低，裁切质量差，料盘取放易出错的问题，提出一种引脚压整高效高

质量，裁切稳定可靠，料盘取放可靠，堆叠自动化的电子芯片包装设备及工作方法。

[0007] 为本发明之目的，采用以下技术方案予以实现：一种电子芯片包装设备，该设备包

括机架以及安装在机架上的分料装置、旋转搬运装置、引脚压整装置、过渡搬运装置、引脚

裁切装置、直线搬运装置和装盘装置；旋转搬运装置衔接分料装置和引脚压整装置，所述的

分料装置进料端设置有芯片进料装置；引脚裁切装置和引脚压整装置相对设置，过渡搬运

装置衔接引脚压整装置和引脚裁切装置；所述的装盘装置设置在引脚裁切装置的侧方，直

线搬运装置位于装盘装置的上方，直线搬运装置衔接引脚裁切装置和装盘装置；
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[0008] 所述的分料装置用于分选出单个电子芯片，用于搬运；所述的引脚压整装置用于

对电子芯片进行引脚压平整形，所述的引脚裁切装置用于对电子芯片进行引脚裁切，所述

的装盘装置用于对裁切完成的电子芯片进行装盘；所述的旋转搬运装置、过渡搬运装置和

直线搬运装置均用于搬运电子芯片。

[0009] 作为优选，所述的分料装置包括立板、进料座、分离气缸、分离块、压紧块和压紧气

缸；立板固定设置在机架上，分离气缸安装在立板上，分离块移动连接在立板上，分离块与

分离气缸的伸缩端相连接，分离块上设置有和电子芯片形状相匹配的凹槽；所述的进料座

安装在立板的一侧方，进料座中设置有供电子芯片经过的通道；压紧气缸安装在立板的另

一侧方，压紧块固定设置在压紧气缸的伸缩端，所述的压紧块与分离块相对应。

[0010] 作为优选，所述的引脚压整装置包括安装座、压整气缸、升降块、定位柱、限位块、

压整块、中转板、定位组件、开关组件、转动气缸和固定基座；所述的安装座固定设置在机架

上，安装座上设置有导柱，升降块移动配合在导柱中，压整气缸设置在安装座顶部，压整气

缸的伸缩端与升降块相连接；所述的定位柱设置在升降块的底端，所述的压整块固定设置

在升降块的底部，所述的限位块通过弹簧连接在升降块的底部，限位块设置有两个，限位块

位于压整块的两侧；所述的压整块中设置有压紧柱，所述的压紧柱通过弹簧与压整块相连

接，压紧柱的端部凸出在压整块底端；所述的压整块底端两侧设置有矩形波形齿，该齿与电

子芯片的引脚相对应；所述的定位组件设置有两组，定位组件安装在中转板上，中转板中心

安装在转动气缸的中转轴上，所述的转动气缸固定设置在固定基座上，所述的固定基座设

置在安装座中部；所述的固定基座两侧端设置有限位挡柱，所述的中转板侧方设置有限位

条，限位条与挡柱相对应；所述的开关组件设置在安装座上，开关组件位于定位组件的侧

方。

[0011] 作为优选，所述的定位组件包括定位座、第一夹紧片和第二夹紧片；所述的定位座

上端设置有接纳电子芯片的槽形，定位座上设置有两个凸起；第一夹紧片和第二夹紧片的

中部设置有销轴，第一夹紧片和第二夹紧片铰接在定位座的相邻侧方，第一夹紧片和第二

夹紧片的下端与定位座之间设置有弹簧，将第一夹紧片和第二夹紧片顶部向内侧夹紧；所

述的第一夹紧片外侧面设置有斜面，所述的第二夹紧片外侧面为平面；所述的开关组件包

括驱动气缸、第一驱动条和第二驱动条；驱动气缸固定设置在安装座上，第一驱动条和第二

驱动条均安装在驱动气缸的伸缩端；所述的第一驱动条端部设置有斜面，所述的第二驱动

条端部为平面；所述的第一驱动条位与第一夹紧片相对应，所述的第二驱动条与第二夹紧

片相对应。

[0012] 作为优选，所述的引脚裁切装置包括安装台、收集盒、冲切气缸、升降座、上刀座、

引脚压紧块、芯片压紧块、固定置料座、转台、固定落料板和转缸；所述的安装台设置有底台

面、中台面和顶台面，所述的收集盒设置在底台面上；所述的中台面和顶台面之间设置有连

接柱，所述的升降座上对应设置有圆孔，升降座配合在连接柱上；所述的冲切气缸竖直安装

在顶台面上，冲切气缸的伸缩端与升降座相连接；所述的升降座下端设置有定位销；上刀座

固定设置在升降座底端，引脚压紧块设置在上刀座的内部，引脚压紧块上端通过弹簧与升

降座相连接；所述的芯片压紧块侧端设置有长槽，芯片压紧块设置在引脚压紧块的内部，芯

片压紧块的长槽中设置有销轴与引脚压紧块形成槽副配合；所述的芯片压紧块与引脚压紧

块之间设置有弹簧；所述的固定置料座固定设置在转台的两侧，固定置料座上端设置有放
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置电子芯片的槽形；所述的固定落料板固定设置在安装台上，转缸固定设置在固定落料板

底部，转缸的转动轴与所述的转台中心相连接；所述的置料座设置在转台的侧方端部，固定

落料板上还设置有挡块，固定落料板两侧还设置有弧形槽；所述的引脚压紧块贴合在上刀

座的内壁中，所述的固定置料座与上刀座相匹配，固定置料座与上刀座形成相错开的切面，

将引脚切断。

[0013] 作为优选，所述的装盘装置包括底座、限位立柱、传动组件、夹具组件、取盘组件、

叠盘组件、第一锁扣组件和第二锁扣组件；底座固定设置在机架上，底座上端设置有限位立

柱，四根限位立柱形成一个放置料盘的框，底座上对应有取空料盘工位、摆盘工位和叠满料

盘工位，所述的取空料盘工位和叠满料盘工位上各对应有四根限位立柱；所述的取盘组件

安装在底座上，对应取空料盘工位，所述的叠盘组件对应叠满料盘工位；所述的传动组件安

装在底座上，夹具组件安装在传动组件的输出端上；所述的第一锁扣组件和第二锁扣组件

安装在底座上，第一锁扣组件对应取空料盘工位，第二锁扣组件对应叠满料盘工位。

[0014] 作为优选，所述的传动组件包括支座、驱动电机、同步带部件和线轨；驱动电机安

装在支座上，线轨安装在支座的顶部，同步带部件连接在支座上，同步带部件设置有相衔接

的两组，一组与线轨相齐平，另一组与驱动电机输出轴相连接；所述的取盘组件包括取盘气

缸、取盘推杆和气缸安装架；取盘气缸推杆气缸安装架固定设置在底座上，取盘推杆设置有

四根，取盘推杆安装在取盘气缸的伸缩端，取盘推杆通过滑轨移动连接在气缸安装架上。

[0015] 作为优选，所述的夹具组件包括连接板、皮带夹块、滑槽块、夹紧气缸、驱动块、翻

转块和升降块；连接板连接在线轨上，皮带夹块安装在连接板的侧方，皮带夹块与同步带部

件的同步带相紧定；滑槽块中设置有水平和竖直的滑槽，滑槽块固定设置在连接板上；所述

的驱动块配合在滑槽块中，夹紧气缸安装在连接板的侧方，夹紧气缸的伸缩端与滑槽块相

连接；所述的翻转块中部铰接在连接板上，翻转块的另一端侧方设置有凸出的销轴；所述的

升降块移动配合在滑槽块上竖直的滑槽中，升降块的侧方也设置有凸出的销轴；所述的驱

动块上设置有两条滑槽，翻转块和升降块上的销轴配合在该滑槽中。

[0016] 作为优选，所述的第一锁扣组件包括底板、锁扣和盖板；所述的盖板设置在底板

上，两者形成一个通道，锁扣配合在该通道中，锁扣的端部设置有楔形尖块，锁扣侧面还设

置有凸柱；锁扣与底板之间还设置有弹簧，将锁扣向外压；所述的取盘推杆上设置有凸缘；

取盘推杆上还设置有第一滑槽和第二滑槽，第二滑槽的深度大于第一滑槽深度，第二滑槽

竖直向下，第一滑槽倾斜汇入第二滑槽；所述的第二锁扣组件包括连接件、防翻板和楔形锁

夹；连接件固定设置在底座上，楔形锁夹成折形，楔形锁夹的一端为楔形，斜面朝下，楔形锁

夹的另一端铰接在连接件上，防翻板设置在连接件上，防翻板位于楔形锁夹的上方；所述的

楔形锁夹上翻时，楔形锁夹端部位于连接件内侧，楔形锁夹靠在连接件上时，楔形锁夹端部

凸出于连接件边缘。

[0017] 一种电子芯片包装方法，依次通过以下步骤进行加工：

[0018] （一）芯片上料：电子芯片从进料座中进入，到达分离块中，而后分离气缸将分离块

推出，而后压紧气缸将压紧块推出，压住分离出的电子芯片，实现定位，而后等待旋转搬运

装置进行搬运；

[0019] （二）引脚压整：驱动气缸带动第一驱动条和第二驱动条伸出，将第一夹紧片和第

二夹紧片顶动，而后将电子芯片放置在定位座中，驱动气缸移出，由第一夹紧片和第二夹紧
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片对电子芯片进行夹紧；而后转动气缸转动一百八十度，将夹紧的工件送入到压整气缸的

正下方，而后压整气缸伸长，将定位柱插入中转板，而后两个限位块对电子芯片进行限位，

压紧柱先从上端进行压紧，最后压整块下降，将电子芯片的引脚实现下压和梳分；

[0020] （三）引脚裁切：过渡搬运装置将引脚压整装置搬运到引脚裁切装置中，电子芯片

放置到固定置料座上，而后转缸带动转台转动一百八十度，将接到的芯片送入裁切处，由冲

切气缸带动升降座下降，首先由芯片压紧块与电子芯片相接触，进行压紧，而后引脚压紧块

下降，对芯片两侧的引脚进行压住，最后上刀座下降，对多余的引脚进行裁切，废料落入收

集盒中；

[0021] （四）芯片装盘：取盘气缸带动取盘推杆上升，锁扣上的凸柱进入第一滑槽，将锁扣

往里侧推，取盘推杆将料盘接住，往下取出料盘，取出一个料盘后锁扣继续弹出继续止住下

一料盘；取出料盘后，夹紧气缸带动驱动块移出，将升降块抬起，将翻转块翻转，夹住料盘，

而后传动组件将料盘移动到摆盘工位，直线搬运装置将电子芯片搬运到料盘中，装满后传

动组件将料盘移动到叠满料盘工位，由叠盘组件将料盘抬起，楔形锁夹的单向可通过性使

料盘向上实现堆叠。

[0022] 本发明采用上述技术方案后产生的有益效果是：

[0023] 1 .引脚压整装置通过设置第一夹紧片和第二夹紧片从两个维度对电子芯片进行

夹紧定位，在工位切换后通过定位柱再次对中转板进行定位，提高压整的精度；在中转板上

设置有两个定位组件，有两个工位，一个用于加工，另一个用于上下料，提高压整的效率；通

过弹性连接的限位块对工件进行罩住，防止在压整过程中飞溅的问题，并且限位块弹性连

接，减小冲击，保护电子芯片。

[0024] 2.引脚裁切装置通过设置芯片压紧块对芯片进行压紧，防止裁切时窜动，再通过

引脚压紧块对引脚进行压紧，防止引脚再裁切时受力不平衡导致引脚形变，提高引脚裁切

的平整度，通过先按再切的方式，稳定可靠，可提高裁切速度；转台通过转动的方式将工件

送入，相比移动的方式，能避免空工位的出现，提高了工作效率。

[0025] 3.装盘装置通过设置三个并列的取空料盘工位、摆盘工位和叠满料盘工位，设置

可以移动的夹具组件，提高了料盘在各工位转移的效率；设置第一锁扣组件和对应的取盘

推杆，能够保证每次从底层取出一张料盘，并且对后一料盘进行限位，结构稳定可靠，不会

出现重张的问题；通过设置第二锁扣组件，保证料盘的单向可通过性，通过防翻板防止过度

翻转，使堆叠稳定可靠。

附图说明

[0026] 图1为本发明实施例电子芯片包装设备的爆炸结构图。

[0027] 图2为分料装置的爆炸结构图。

[0028] 图3为引脚压整装置的爆炸结构图。

[0029] 图4为定位组件的爆炸结构图。

[0030] 图5为引脚裁切装置的爆炸结构图。

[0031] 图6为上刀座、引脚压紧块、芯片压紧块、固定置料座的剖视图。

[0032] 图7为装盘装置的爆炸结构图。

[0033] 图8为夹具组件的爆炸结构图。
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[0034] 图9为第一锁扣组件的爆炸结构图。

[0035] 图10为第二锁扣组件的结构图。

具体实施方式

[0036] 如图1所示，一种电子芯片包装设备包括机架1以及安装在机架1上的分料装置2、

旋转搬运装置3、引脚压整装置4、过渡搬运装置5、引脚裁切装置6、直线搬运装置7和装盘装

置8；旋转搬运装置3衔接分料装置2和引脚压整装置4，所述的分料装置2进料端设置有芯片

进料装置；引脚裁切装置6和引脚压整装置4相对设置，过渡搬运装置5衔接引脚压整装置4

和引脚裁切装置6；所述的装盘装置8设置在引脚裁切装置6的侧方，直线搬运装置7位于装

盘装置8的上方，直线搬运装置7衔接引脚裁切装置6和装盘装置8。

[0037] 所述的分料装置2用于分选出单个电子芯片，用于搬运；所述的引脚压整装置4用

于对电子芯片进行引脚压平整形，所述的引脚裁切装置6用于对电子芯片进行引脚裁切，所

述的装盘装置8用于对裁切完成的电子芯片进行装盘；所述的旋转搬运装置3、过渡搬运装

置5和直线搬运装置7均用于搬运电子芯片。

[0038] 如图2所示，所述的分料装置2包括立板21、进料座22、分离气缸23、分离块24、压紧

块25和压紧气缸26；立板21固定设置在机架上，分离气缸23安装在立板21上，分离块24移动

连接在立板21上，分离块24与分离气缸23的伸缩端相连接，分离块24上设置有和电子芯片

形状相匹配的凹槽；所述的进料座22安装在立板21的一侧方，进料座22中设置有供电子芯

片经过的通道；压紧气缸26安装在立板21的另一侧方，压紧块25固定设置在压紧气缸26的

伸缩端，所述的压紧块25与分离块24相对应。

[0039] 所述的分料装置2在工作时，电子芯片从进料座22中进入，到达分离块24中，而后

分离气缸23将分离块24推出，而后压紧气缸26将压紧块25推出，压住分离出的电子芯片，实

现定位，而后等待旋转搬运装置3进行搬运。

[0040] 如图3和图4所示，所述的引脚压整装置4包括安装座41、压整气缸42、升降块43、定

位柱44、限位块45、压整块46、中转板47、定位组件48、开关组件49、转动气缸410和固定基座

411；所述的安装座41固定设置在机架上，安装座41上设置有导柱401，升降块43移动配合在

导柱401中，压整气缸42设置在安装座41顶部，压整气缸42的伸缩端与升降块43相连接；所

述的定位柱44设置在升降块43的底端，所述的压整块46固定设置在升降块43的底部，所述

的限位块45通过弹簧连接在升降块43的底部，限位块45设置有两个，限位块45位于压整块

46的两侧；所述的压整块46中设置有压紧柱461，所述的压紧柱461通过弹簧与压整块46相

连接，压紧柱461的端部凸出在压整块46底端；所述的压整块46底端两侧设置有矩形波形

齿，该齿与电子芯片的引脚相对应；所述的定位组件48设置有两组，定位组件48安装在中转

板47上，中转板47中心安装在转动气缸410的中转轴上，所述的转动气缸410固定设置在固

定基座411上，所述的固定基座411设置在安装座41中部；所述的固定基座411两侧端设置有

限位挡柱413，所述的中转板47侧方设置有限位条471，限位条471与挡柱413相对应；所述的

开关组件49设置在安装座41上，开关组件49位于定位组件48的侧方。

[0041] 所述的定位组件48包括定位座481、第一夹紧片482和第二夹紧片483；所述的定位

座481上端设置有接纳电子芯片的槽形，定位座481上设置有两个凸起4811；第一夹紧片482

和第二夹紧片483的中部设置有销轴，第一夹紧片482和第二夹紧片483铰接在定位座481的
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相邻侧方，第一夹紧片482和第二夹紧片483的下端与定位座481之间设置有弹簧，将第一夹

紧片482和第二夹紧片483顶部向内侧夹紧；所述的第一夹紧片482外侧面设置有斜面4821，

所述的第二夹紧片483外侧面为平面。

[0042] 所述的开关组件49包括驱动气缸491、第一驱动条492和第二驱动条493；驱动气缸

491固定设置在安装座41上，第一驱动条492和第二驱动条493均安装在驱动气缸491的伸缩

端；所述的第一驱动条492端部设置有斜面，所述的第二驱动条493端部为平面；所述的第一

驱动条492位与第一夹紧片482相对应，所述的第二驱动条493与第二夹紧片483相对应。

[0043] 所述的引脚压整装置4在工作时，驱动气缸491带动第一驱动条492和第二驱动条

493伸出，将第一夹紧片482和第二夹紧片483顶动，而后将电子芯片放置在定位座481中，驱

动气缸491移出，由第一夹紧片482和第二夹紧片483对电子芯片进行夹紧；而后转动气缸

410转动一百八十度，将夹紧的工件送入到压整气缸42的正下方，而后压整气缸42伸长，将

定位柱44插入中转板47，而后两个限位块45对电子芯片进行限位，压紧柱461先从上端进行

压紧，最后压整块46下降，将电子芯片的引脚实现下压和梳分。

[0044] 引脚压整装置4解决了引脚压整精度不高，压整效率低，工件易飞溅的问题；通过

设置第一夹紧片482和第二夹紧片483从两个维度对电子芯片进行夹紧定位，在工位切换后

通过定位柱44再次对中转板47进行定位，提高压整的精度；在中转板47上设置有两个定位

组件48，有两个工位，一个用于加工，另一个用于上下料，提高压整的效率；通过弹性连接的

限位块45对工件进行罩住，防止在压整过程中飞溅的问题，并且限位块45弹性连接，减小冲

击，保护电子芯片。

[0045] 如图5和图6所示，所述的引脚裁切装置6包括安装台61、收集盒62、冲切气缸63、升

降座64、上刀座65、引脚压紧块66、芯片压紧块67、固定置料座68、转台69、固定落料板610和

转缸611；所述的安装台61设置有底台面601、中台面602和顶台面603，所述的收集盒62设置

在底台面601上；所述的中台面602和顶台面603之间设置有连接柱604，所述的升降座64上

对应设置有圆孔，升降座64配合在连接柱604上；所述的冲切气缸63竖直安装在顶台面603

上，冲切气缸63的伸缩端与升降座64相连接；所述的升降座64下端设置有定位销641；上刀

座65固定设置在升降座64底端，引脚压紧块66设置在上刀座65的内部，引脚压紧块66上端

通过弹簧与升降座64相连接；所述的芯片压紧块67侧端设置有长槽，芯片压紧块67设置在

引脚压紧块66的内部，芯片压紧块67的长槽中设置有销轴与引脚压紧块66形成槽副配合；

所述的芯片压紧块67与引脚压紧块66之间设置有弹簧；所述的固定置料座68固定设置在转

台69的两侧，固定置料座68上端设置有放置电子芯片的槽形；所述的固定落料板610固定设

置在安装台61上，转缸611固定设置在固定落料板610底部，转缸611的转动轴与所述的转台

69中心相连接；所述的置料座68设置在转台69的侧方端部，固定落料板610上还设置有挡块

6101，固定落料板610两侧还设置有弧形槽6102，该弧形槽6102用于废料落下；所述的引脚

压紧块66贴合在上刀座65的内壁中，所述的固定置料座68与上刀座65相匹配，固定置料座

68与上刀座65形成相错开的切面，将引脚切断。

[0046] 所述的引脚裁切装置6在工作时，电子芯片放置到固定置料座68上，而后转缸611

带动转台69转动一百八十度，将接到的芯片送入裁切处，由冲切气缸63带动升降座64下降，

首先由芯片压紧块67与电子芯片相接触，进行压紧，而后引脚压紧块66下降，对芯片两侧的

引脚进行压住，最后上刀座65下降，对多余的引脚进行裁切，废料落入收集盒62中。
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[0047] 引脚裁切装置6解决了引脚裁切断面不平整、引脚有形变、裁切质量差的问题，通

过设置芯片压紧块67对芯片进行压紧，防止裁切时窜动，再通过引脚压紧块66对引脚进行

压紧，防止引脚再裁切时受力不平衡导致引脚形变，提高引脚裁切的平整度，通过先按再切

的方式，稳定可靠，可提高裁切速度；转台69通过转动的方式将工件送入，相比移动的方式，

能避免空工位的出现，提高了工作效率。

[0048] 如图7所示，所述的装盘装置8包括底座81、限位立柱82、传动组件83、夹具组件84、

取盘组件85、叠盘组件86、第一锁扣组件87和第二锁扣组件88；底座81固定设置在机架上，

底座81上端设置有限位立柱82，四根限位立柱82形成一个放置料盘的框，底座81上对应有

取空料盘工位801、摆盘工位802和叠满料盘工位803，所述的取空料盘工位801和叠满料盘

工位803上各对应有四根限位立柱82；所述的取盘组件85安装在底座81上，对应取空料盘工

位801，所述的叠盘组件86对应叠满料盘工位803；所述的传动组件83安装在底座81上，夹具

组件84安装在传动组件83的输出端上；所述的夹具组件84用于驱动料盘在三个工位之间实

现转移；所述的第一锁扣组件87和第二锁扣组件88安装在底座81上，第一锁扣组件87对应

取空料盘工位801，第二锁扣组件88对应叠满料盘工位803。

[0049] 所述的传动组件83包括支座831、驱动电机832、同步带部件833和线轨834；驱动电

机832安装在支座831上，线轨834安装在支座831的顶部，同步带部件833连接在支座831上，

同步带部件833设置有相衔接的两组，一组与线轨834相齐平，另一组与驱动电机832输出轴

相连接。

[0050] 所述的取盘组件85包括取盘气缸851、取盘推杆852和气缸安装架853；取盘气缸

851推杆气缸安装架853固定设置在底座81上，取盘推杆852设置有四根，取盘推杆852安装

在取盘气缸851的伸缩端，取盘推杆852通过滑轨移动连接在气缸安装架853上。

[0051] 如图8所示，所述的夹具组件84包括连接板841、皮带夹块842、滑槽块843、夹紧气

缸844、驱动块845、翻转块846和升降块847；连接板841连接在线轨834上，皮带夹块842安装

在连接板841的侧方，皮带夹块842与同步带部件833的同步带相紧定；滑槽块843中设置有

水平和竖直的滑槽，滑槽块843固定设置在连接板841上；所述的驱动块845配合在滑槽块

843中，夹紧气缸844安装在连接板841的侧方，夹紧气缸844的伸缩端与滑槽块843相连接；

所述的翻转块846中部铰接在连接板841上，翻转块846的另一端侧方设置有凸出的销轴；所

述的升降块847移动配合在滑槽块843上竖直的滑槽中，升降块847的侧方也设置有凸出的

销轴；所述的驱动块845上设置有两条滑槽，翻转块846和升降块847上的销轴配合在该滑槽

中。

[0052] 如图9所示，所述的第一锁扣组件87包括底板871、锁扣872和盖板873；所述的盖板

873设置在底板871上，两者形成一个通道，锁扣872配合在该通道中，锁扣872的端部设置有

楔形尖块874，锁扣872侧面还设置有凸柱875；锁扣872与底板871之间还设置有弹簧，将锁

扣872向外压；所述的取盘推杆852上设置有凸缘8521，该凸缘用于推动料盘；取盘推杆852

上还设置有第一滑槽和第二滑槽854，第二滑槽854的深度大于第一滑槽深度，第二滑槽854

竖直向下，第一滑槽倾斜汇入第二滑槽854。

[0053] 如图10所示，所述的第二锁扣组件88包括连接件881、防翻板882和楔形锁夹883；

连接件881固定设置在底座81上，楔形锁夹883成折形，楔形锁夹883的一端为楔形，斜面朝

下，楔形锁夹883的另一端铰接在连接件881上，防翻板882设置在连接件881上，防翻板882
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位于楔形锁夹883的上方；所述的楔形锁夹883上翻时，楔形锁夹883端部位于连接件881内

侧，楔形锁夹883靠在连接件881上时，楔形锁夹883端部凸出于连接件881边缘。

[0054] 所述的装盘装置8在工作时，取盘气缸851带动取盘推杆852上升，锁扣872上的凸

柱875进入第一滑槽，将锁扣872往里侧推，取盘推杆852将料盘接住，往下取出料盘，取出一

个料盘后锁扣872继续弹出继续止住下一料盘；取出料盘后，夹紧气缸844带动驱动块845移

出，将升降块847抬起，将翻转块846翻转，夹住料盘，而后传动组件83将料盘移动到摆盘工

位802，直线搬运装置7将电子芯片搬运到料盘中，装满后传动组件83将料盘移动到叠满料

盘工位803，由叠盘组件86将料盘抬起，楔形锁夹883的单向可通过性使料盘向上实现堆叠。

[0055] 装盘装置8解决了电子芯片料盘的料盘移运困难，取料盘出现重张、放料盘成功率

低的问题，通过设置三个并列的取空料盘工位801、摆盘工位802和叠满料盘工位803，设置

可以移动的夹具组件84，提高了料盘在各工位转移的效率；设置第一锁扣组件87和对应的

取盘推杆852，能够保证每次从底层取出一张料盘，并且对后一料盘进行限位，结构稳定可

靠，不会出现重张的问题；通过设置第二锁扣组件88，保证料盘的单向可通过性，通过防翻

板882防止过度翻转，使堆叠稳定可靠。

[0056] 电子芯片包装设备在工作时，依次通过以下步骤进行加工：

[0057] （一）芯片上料：电子芯片从进料座22中进入，到达分离块24中，而后分离气缸23将

分离块24推出，而后压紧气缸26将压紧块25推出，压住分离出的电子芯片，实现定位，而后

等待旋转搬运装置3进行搬运；

[0058] （二）引脚压整：驱动气缸491带动第一驱动条492和第二驱动条493伸出，将第一夹

紧片482和第二夹紧片483顶动，而后将电子芯片放置在定位座481中，驱动气缸491移出，由

第一夹紧片482和第二夹紧片483对电子芯片进行夹紧；而后转动气缸410转动一百八十度，

将夹紧的工件送入到压整气缸42的正下方，而后压整气缸42伸长，将定位柱44插入中转板

47，而后两个限位块45对电子芯片进行限位，压紧柱461先从上端进行压紧，最后压整块46

下降，将电子芯片的引脚实现下压和梳分；

[0059] （三）引脚裁切：过渡搬运装置5将引脚压整装置4搬运到引脚裁切装置6中，电子芯

片放置到固定置料座68上，而后转缸611带动转台69转动一百八十度，将接到的芯片送入裁

切处，由冲切气缸63带动升降座64下降，首先由芯片压紧块67与电子芯片相接触，进行压

紧，而后引脚压紧块66下降，对芯片两侧的引脚进行压住，最后上刀座65下降，对多余的引

脚进行裁切，废料落入收集盒62中；

[0060] （四）芯片装盘：取盘气缸851带动取盘推杆852上升，锁扣872上的凸柱875进入第

一滑槽，将锁扣872往里侧推，取盘推杆852将料盘接住，往下取出料盘，取出一个料盘后锁

扣872继续弹出继续止住下一料盘；取出料盘后，夹紧气缸844带动驱动块845移出，将升降

块847抬起，将翻转块846翻转，夹住料盘，而后传动组件83将料盘移动到摆盘工位802，直线

搬运装置7将电子芯片搬运到料盘中，装满后传动组件83将料盘移动到叠满料盘工位803，

由叠盘组件86将料盘抬起，楔形锁夹883的单向可通过性使料盘向上实现堆叠。
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图 3

图 4
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图 5
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图 6
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